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EXIST-Forschungstransfer er6ffnet neue Moglichkeiten des 3D-Packagings
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Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermagigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwsSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung Durch den Einsatz einer 3D-Fertigungstechnologie revolutioniert ein vierkdpfiges Team der Professur fiur Aufbau- und
Verbindungstechnik der Elektronik (TU Dresden) aktuell die Produktion von elektronischen und mikrotechnischen Baugruppen. Vorteile der
Massenproduktion werden mit Methoden der Herstellung von individuellen Einzelstiicken kombiniert. Besonders mittelsténdische Unternehmen
erhalten so die Mdéglichkeit, durch ,Rapid Electronic Manufacturing* und Fertigung individueller Baugruppen ohne hohe Einrichtungskosten
neue Geschéftsfelder aufzubauen.
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